TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE SSEVETS 

• PCT 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 1 8 et r&gfes 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

EAM 819 


POUR SUITE voir !a notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande internationale n° 

PCT/FR 00/02098 


Date du depot international^/ot/r/mo/s/anneej 

21/07/2000 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

23/07/1999 


Deposant 

VALEO ELECTRONIQUE 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par Tadministration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a I' article 18. Line copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

| | II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatrf a Tetat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point 

| | la recherche internationale a ete effectuee sur la base d.'une traduction de la demande internationale remise a Tadministration. 

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

| | contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

| | deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

| | remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 

| | remis ulterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

| ] La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

| | La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

2. Q II a ete estlme que certalnes revendlcatlons ne pouvaient pas falre I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 

3. Q II y a absence d'unite de ^Invention (voir le cadre H). 

4. En ce qui concerne le tltre, 

[X| le texte est approuve tei qu'il a ete remis par le deposant 

| | Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



En ce qui concerne Tabrege, 

Jjjrj le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par Tadministration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a Tadministration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

La figure des desslns a publier avec Tabrege est la Figure n° 2 

[X] suggeree par le deposant fl Aucune des figures 

p=i n'est a publier. 

| I parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 

| | parce que cette figure caracterise mieux Tinvention. 
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(57) Abstract: The invention concerns an assembly suppor&ed on a base piate forming a radiator or capable of being direct! > ziKwmied 
on the base plate, comprising a printed circuit card (1) having in its Thickness a plurality of holes (5) ensuring heat transfer between 
one face of said printed circuit card (1) which bears one or several electronic components (2) each enclosed by a box and the base 
plate (3) forming a radiator comprising a piurahry of pads <4a > made of heat conducting material and which run through the primed 

circuit card (I) over substantially its whole thickness befr^Sr*jsed in The holes < '<\ ^mnWcH rfv^tn. ro en<nrTr Heri* ^n*^ K^v^,/ 
a iace oi the pnntca circuit ^ard(i) oeanng one or. several coaxponentSA-/ and the base piate. die pads <4a> are integral wun a plate 
(4) called sole plate which bears them. The invention diaracterised in thai the sole piate (4) is interposed between the printed 
circuit card (1) and the base plate. 



(57) Abrege: Assemblage porte" sur one exnbase formam radiateur oa apte 4 dtre rapporte sur une telle embase, comportam one 
carte (I) a circuit imprinm qui preset 

une face de ladtte carte (1) a circuit imprirae' qui porte m an ptoicure coroposants electrooiques (2) e u tu utcs, enacun d'un bofaicret 
Tenibase (3) fonnant radiateur comportant one pkmafii£ de plots (4a) qui sont en on materiau qui est amd u t x a i r tfaennique et ; 

fnwwrt b g«ti> rifemt iiinirim^ mr gurihlfmrtt fl^ w ^pi ftf1 | T n ^ t^ik Amt W ten (^) <]ue cdlfrd P^^;| ;^ 

pour assurer tm nansfen de chaleur emre une face de la cane (1) & circuit imprinaf qui poiusw^^ 

r embase, les plots (4a) scar d*une piece avec ur^pl^q^ie ,-iV ippekSc isineUcqui .k» poruj,- caractwiii i: ;c la scioclic zsi 
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ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE COMPORTANT UNE SEMELLE 
FORM ANT DRAIN THERMIQUE 

La presente invention est relative a un assemblage du type 
5 comportant une carte a circuit imprime et une semelle formant drain 
thermique, disposes sur une embase formant radiateur. 

Classiquement, dans un assemblage de ce type, la carte a circuit 
imprime est, ainsi quillustre sur la figure 1, une carte double face qui 
presente des trous metallises TM. 
10 Ces trous metallises TM constituent ce que Ton appetle des "vias 

thermiques" qui, en plus de Hnterconnexion electrique entre les deux cotes 
du substrat, permettent un transfert de chaleur entre I'embase et !es 
composants dissipateurs de chaieurs portes paria carte. 

Toutefois, le transfert de chaleur que ces trous permettent de 
15 realiser est faible. En effet bien que la conductivite thermique du cuivre soit 
environ 1000 fois superieure a celle des materiaux epoxy dans lesqueis ies 
substrats des cartes a circuits imprimes sent realises, i'epaisseur des 
couches de cuivre deposees sur !es parois des trous aui traverser- 'es 
substrats etant tres faible (de Tordre de 30 urn), Se transfert de chaieur est 
20 faible. 

Le document US-A-5 646 826 propose dans un assemblage de 
composant(s) sur une carte a circuit imprime presentant des vias thermique, 
d'augmenter la capacite de transfert de chaleur de ces trous en y injec^nt 
une matiere dont les proprietes de dissipation thermique sont superieures a 

25 celles de la carte a circuit imprime formant le substrat. Les solutions 
d'injections de ce type sont generalement couteuses et necessitent la mise 
en ceuvre d'un outillage specifique et important 

Le document DE-A- 196 01 649 propose, dans un assemblage de 
composant(s) sur une carte a circuit imprime, de rempfacer une partie de la 

30 carte a circuit imprime par une piece metallique massive plus conductrice 
que la carte a circuit imprime. L'utilisation d'une ptece m€tafitque massive 
entraTnent des probldmes de plangite de ('assemblage et exerce des 
contraintes laterales importantes sur ia carte a dircuit imprime. 
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Les solutions mises en oeuvre dans Tart anterieur presentent de^ 
nombreux inconvenients qu'il s agit de pallier, 

Ainsi, un but de Pinvention est de proposer un assemblage a drain 
thermique qui permette un meilleur transfert de chaleur entre Pembase 
5 metallique des boitiers des composants de puissances portes par la carte a 
circuit imprime et I'embase par Pintermediaire d'un drain thermique qui 
permet un meilleur refroidissement cu une meilieure dissipation thermique 
de la carte electronique. 

A cet effet, .Pinver-icn propose un assemblage porta sur une embase 

10 formant radiateur ou acta a etre rappcrte sur une telle embase, comportant 
une carte a circuit imprime qui presente dans son epaisseur une pluralite de 
trous destines a assurer un transfert de chaleur entre une face de iadite 
carte a circuit imprime cui porte un cu plusieurs composants electroniques 
entoures chacun d un ccitier et j'emoase formant radiateur comportant une 

15 pluralite de plots qui sent en un materiau qui est conducteur thermique et 
qui traversent la cane a circuit imprime sur sensiblement toute son 
epaisseur en etant re^us dans les trous que celle-ci presente, pour assurer 
un transfert de chaleur entre une face de la carte a circuit imprime qui porte 
un ou plusieurs composants et ' i'embase,. les plots (4a) sont d'une piece 

20 avec une plaque (4) appelee semelle qui ies porte, caracterise en ce que la 
semelle (4) est interposee entre la carte (1 ) a circuit imprime et Tembase. 

Llnvention est avantageusement completee par les drfferenies 
caracteristiques suivantes, prises seuies ou selon toutes leurs 
combinaisons possibies : 

25 - la semelle est dans un materiau identique a celui du fond du bottier de 
composant ou dans materiau de coefficient de dilatation et/ou de 
conductivite thermique equivalents ; 

* Tassembiage compcrte un joint thermique ductile par lequel il est en 
contact avec Pembase ; 

30 - des plots sont dsrectement portes par le boTtier de composants 
electroniques et sont en contact avec Pembase par rintermediaire d f un joint 
ductile thermique ; 
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- la semelle comporte des moyens complementaires aptes a assurer son " 
maintien mecanique avec ia carte. 

- les moyens complementaires de maintien sont des picots portes par la 
semelie 

5 - la semelle (4) et les plots (4a) sont brases sur la carte pour permettre un 
etalement de la dissipation thermique. 

- la semelle presente des trous traversants pour permettre d'evacuer 1'air 
residuel eventuellement prisonnier dans la brasure 

D'autres caractensiiques et avantages de 1'invention ressortiront 
10 encore de la description qui suit qui est purement illustrative et non limitative 
et qui doit etre lue en regard des dessins annexes sur lesquels : 

- la ■ figure deja analysee, -illustre' tine structure de carte a circuit 
imprime presentant des trous (metallises ou non) conforme a un mode de 
realisation connu dans Tetat de la technique ; 

15 ~ la figure 2 est une representaticn schematique en coupe d'un 

assemblage conforme a un mode de realisation possible de Tinvention ; 

- la figure 3 est une representation schematique en coupe d'un 
assemblage conforme a un mode de realisatibh possible pour 
rinvention integrant des moyens de maintient entre la semelle et la 

20 carte a circuit imprime ; 

- les figures 4a et 4b sont des representations schematiques en 
coupe d'un assemblage conforme a un autre mode de realisation possible 
pour rinvention. 

L f assemblage illustre sur la figure 2 comporte une carte 1 a circuit 
25 imprime sur laquefle sont montes un ou plusieurs boTtiers de composants 2 
electroniques a montage de surface. Ces boTtiers de composant presentent 
en leur fond en regard de la carte a circuit imprime une embase metallique. 
L'assemblage comporte egalement une piece 3 qui est une embase formant 
radiateur, qui est destinee a dissiper la chaleur generee par la carte 1 et le 
30 ou les composants 2. 

Une semelle 4 en un rnateriau fortement conducteur est interposee 
entre la carte 1 et Tembase formant radiateur. 
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Cette semeiie 4 presente une piuralite de plots 4a qui setendent en~ 
saillie par rapport a sa face qui est directement en regard de la carte 1 et 
qui traversent ladite carte 1 sur sensiblement toute son epaisseur, au 
niveau d'orifices traversants 5 que celle-ci presente. 
5 Par -plots", on entend ici et dans tout !e present texte des elements 

qui sont independants de la carte 1 et qui sont en particulier distincts d'une 
couche metallisee que cette carte 1 pourrait presenter, notamment au 
niveau de ses orifices traversant 5. 

La semelle 4 est de preference dans un materiau identiaue a celle 
1 0 de I'embase du fond du boitier de composant 2 ou dans un materiau dont le 
coefficient de dilatation thermique et la conductivity thermique sont voisins 
ae ceux de i'embase du fona au boitier: Ainsi, ia semeiie sera de preference 
en cuivre. 

Pour favoriser le contact entre la semeiie 4 et I'embase 3 , un joint 

15 thermique 6 ductile est insere entre ces deux pieces. Ce joint permet 
d'augmenter la dissipation thermique. 

Le ou les boitiers de composants CMS 2 sont par exemple soudes 
par brasure sur la carte i et les extremites des plots 4a. La semelle 4 peut 
egalement etre soudee par brasure avec la carte 1 a circuit imprime. 

20 Cette etape de brasure peut etre realisee directement en une etape 

mais il peut etre souhaitable pour des questions de manipulation des pieces 
tors de la realisation de I'assemblage de realiser la brasure en deux etapes. 
Ainsi, dans un premier temps, on soude par brasure !a semeiie 4 sur ia 
carte a circuit imprime 1 puis dans un second temps le ou les boitiers ce 

25 composants 2 sur la carte a circuit imprime 1 . 

La semelle 4 et les plots 4a sont brases sur la carte a cirojit 
imprime pour obtenir une dissipation thermique plus importante. En effet en 
augmentant le contact, par Tintermediaire de la brasure, on optimise le 
transfert d'energie vers I'embase 3 et on etale au mieux fa dissipation 

30 thermique. Mais, on peut egalement reporter utiliser un precede de collage 
pour realiser ces assemblages 

L'embase 3 formant radiateur est par exemple un piece en 
aluminium recouverte d'une coudie dlsolant §lectrique. 
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Avec une telle structure, la quantite de matiere conductrice de la' 
chaleur a travers le substrat de la carte 1 est fortement accrue. Le transfert 
de chaleur est alors augmente de fagon tres importante entre la face 
superieure de la carte 1 et I'embase 3 formant radiateur 
5 Les plots 4a sont bien entendu de preference des elements pleins, 

de fagon a assurer un transfert thermique aussi important que possible. 

Cette solution permet avantageusement de considerer la semelle 4 
comme un « composant » a part entiere que Ton vient positionner lors de la 
realisation de ['assemblage selon ('invention. 
10 Le diametre des trous TM, metallises ou non, realises a carte a 

circuit imprime 1 est comprise entre 0.4 et 1mm en moyenne. II est alors 
possible, connaissant la taiiie des coiners de compcsants de puissance; 
d'estimer de fa?on approximative le nombre de plots presents sous chaque 
boitier de composant Le nombre de plots presents sous chaque boitier de 
15 composant vane entre 1 0 et 20 selon la taiiie du boitier de composant Ce 
nombre de plots est important et permet effectivement d'ameiiorer de fagon 
importante Is dissipation thermique de la chaleur produite par le composant 
' de puissance. / ' 

La figure 3 presente un assemblage selon rinvention comprenant 
20 un exemple de moyens complementaires de maintient de la semelle 4 sur la 
carte a circuit imprime 1 . 

La semelle 4 comporte, en plus des plots 4a, des moyens qui 
assurent son maintien mecanique par rapport a la carte a circuit imprime 1. 
Ces moyens complementaires sont par exemple des moyens de 
25 verrouillage elastiques ("dips") ou des picots s'inserant a force. 

La figure 3 presente una semelle 4 comportant des picots 4b t de 
forme generalement conique, pour permettre une insertion a force des 
picots 4b dans des trous realises dans la carte a circuit imprime 1 , de fagon 
a realiser un maintient de la carte a circuit imprime 1 par rapport a la 
30 semelle 4 quelque sort la manipulation qui est faite de I'ensemble. 

La semelle 4 presente egaiement des trous traversants 4c en 
cenains enarous pour permettre a evacuer i air residue* qui pourraa se 
trouver emprisonne dans la brasure sous le composant de puissance. 
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La carte 1, la semelle 4 et I'embase 3 formant radiateur sont ensuite *r 
assemblies par pressage a froid et sertissage, ou par toute autre technique 
(vissage, ressort d'appui) permettant d'assurer le pressage mecanique de 
rensemble. On peut avantageusement realiser cet assemblage sur une 
5 embase structuree qui presenteratt deux niveaux, run plus en creux pour 
accueillir la semeile 4, ('autre moins crease, d'une epaisseur egale a celle 
de la semelle 4, sur laquelle repose te circuit imprime et sur Sequel 
s'effectue le sertissage de I'ensemble. 

L'assemblage selon I'invention permet un respect des conditions de 
1 0 dilatation des differents elements ies uns par rapport aux et assure une 
planeite de rensembie grace a la presence d'une surface de reference sur 

. la semeile (4). 

En variante, il peut etre prevu que un ou des plots thermiques sont 
directement portes par Ies composants CMS 2, au lieu d'etre portes par une 
15 semelle metallique independantes. 

C'est ce qu'iilustrent Ies figures 4a et 4b. 

La carte a circuit imprime 1 est rapportee sur I'embase 3 par 
rintermediaire d'un joint ductile thermique 6 et porte les composants 2 sur 
sa face opposee au joint 6 et a i'embase 3. 
20 Dans cette configuration, le joint thermique ductile 6 est interpose 

entre la carte 1 et i'embase 3, un ou des plots portes par les composants 2 
etant en contact avec. I'embase 3 par rintermediaire dudit joint thermique 6, 

II est encore possible d'ameliorer la dissipation thermique en 
combinant ['utilisation de boTtier de composants 2 possedant des plots et 
25 d'une semelle 4 presentant des plots 4a comme le montre la figure 4b. 
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REVENDiCA . iC-MS 

1. Assemblage porte sur une embase fcrmant radiateur ou apte a 
etre rapporte sur une telle embase, comportant une carte (1) a circuit 

5 imprime qui presente dans son epaisseur une pluralite de trous (5) destines 
a assurer un transfert de chaleur entre une face de ladite carte (1) a drcuit 
imprime qui porte un ou plusieurs composants electroniques (2) entoures 
chacun d'un boTtier et i'embase (3) formant radiateur comportant une 
pluralite de plots (4a) qui sont en un materiau qui est conducteur thermique 

10 et/qui'tr^^ imprime sur sensiblement tcute sen 

epaisseur en etant re^us dans les trous (5) cue ceile-ci presente. pour 
assurer un transfert de chaleur entre une face de la carte (1) a drcuit 
imprime qui porte un ou plusieurs composants (2) et I'embase, les -.piers (4a) 
sent d'une piece avec une plaque (4) appelee semeile qui les pcrte, 

15 caracterise en ce que la semelie (4/ est interposee entre ia carte (1) a drcuit 
imprime et I'embase. 

2. Assemblage selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
semelie (4) est dans un materiau identique a celui du fond du bcItTer de 
composants (2) ou dans un matenau de coefficient de aiiatation etcu de 

20 conductivite electrique voisine, 

3. Assemblage selon la revendication 1, caracterise en ce cue 'ii 
comporte un joint thermique ductile (6) par fequel il est en contact avec 
I'embase (3); 

4. Assemblage selon la revendication 2, caracterise en ce que des 
25 plots sont directement portes par le boTtier de composants electroniques (2) 

et sont en contact avec Tembase (3) par Tintermediaire d f un joint ductile (6). 

5. Assemblage selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
semeile (4) comporte des moyens complementaires aptes a assurer son 
maintien mecanique avec la carte (1). 
30 6. Assemblage selon la revendication 5, caracterise en ce que la les 

moyens complementaires de maintien sont des picots (4b) portes par la 
semeile (4) s'insdrant a force dans des trous que porte la carte a circuit 
imprim6 (1). 
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7. Assemblage seion la revendication 1, earacterise en ce que la- 
semelle (4) et les plots (4a) sont brases sur la carte a circuit imprime (1) 
pour permettre un etalement de la dissipation thermique. 

8, Assemblage seion la revendication 1 et 7 prises en combinaison, 
5 earacterise en ce que la a semelle (4) presente des trous traversants (4c) 
pour permettre d'evacuer fair residuel eventuellement prisonnier dans la 
brasure. 
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